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报告要点 

11月下板块走势回顾：2023年 11月下（11月 16日-11 月 30日），大盘指

数中，上证综指下跌 1.40%，深证成指下跌 3.48%，创业板指下跌 4.60%，

沪深 300下跌 3.08%。截至 2023 年 11 月 30日，申万电子指数为 3785.94，

较 11月 16日下跌 3.48%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序 24/31。11 月

下，申万电子各子行业中，其他电子板块下跌 1.01%，光学光电子板块下跌

3.05%，元件板块下跌 3.39%，半导体板块下跌 3.43%，电子化学品板块下

跌 3.64%，消费电子板块下跌 4.43%。申万电子行业 106支个股上涨，凯华

材料（456.91%）、威贸电子（116.32%）、协创数据（82.48%）涨幅居前；

有 356支个股下跌，利通电子（-21.82%）、富乐德（-18.21%）、源杰科技

（-15.47%）跌幅居前。电子行业上市公司中，传音控股、龙腾光电、环旭电

子的机构持股比例居前，分别为 91.60%、90.23%、84.09%。 

英伟达发布新一代 H200，搭载 HBM3e。英伟达于当地时间 11月 13 日上午

在“Supercomputing 23”会议上正式发布了全新的 H200 GPU。NVIDIA HGX 

H200 平台基于 NVIDIA Hopper™ 架构，搭载 NVIDIA H200 Tensor Core 

GPU 和领先的显存配置，可处理生成式 AI 与高性能计算工作负载的海量数

据。NVIDIA H200 是首款采用 HBM3e 的 GPU，具有能够提供传输速度达

4.8TB/秒的 141GB 显存。英伟达表示，与 H100 相比，H200 用于 700 亿参

数的 Llama2 模型推理的速度是 H100 的 1.9倍，能耗为 H100的 50%。根据

公司官网，全球领先的服务器制造商和云服务提供商预计于 2024年第二季度

开始提供搭载 H200的系统。 

SK 海力士规模领先，三大存储原厂竞逐 HBM 市场。HBM 的高带宽可实现

GPU之间的快速数据传输，这对于有效处理大型数据集和有效执行复杂的人

工智能算法至关重要。在 HBM 产品推进进程上，根据 TrendForce 调研，三

星的 HBM3（24GB）预计将于 2023 年 12 月完成英伟达的验证，其中，美光

于 2023年 7月底向英伟达提供了 8hi(24GB)样品，SK 海力士于 8 月中旬向

英伟达提供样品，三星于 10 月向英伟达提供样品。在市占率上，根据

TrendForce 统计，2022 年，SK 海力士在 HBM 领域处于领先地位，市占率

约为 50%；其次为三星，市占率约为 40%；美光市占率约为 10%。S K 海力

士目前在 HBM3 生产方面处于领先地位，是 NVIDIA 服务器 GPU 的主要供

应商。 

WSTS 上修 2024年全球半导体销售额。11月 28日，WSTS 将 2024 年全球

半导体销售额由 6月预测的 5759.97 亿美元上调至 5883.64 亿美元，较 6 月

份的数据上调 2.15%。根据 11 月 WSTS 数据统计，2022年全球半导体销售

额为 5740.84 亿美元，较 2021同比增长 3.27%。由于 11 月 2023 年全球第

二季度和第三季度的全球半导体销售情况略好于春季预测，且部分终端市场

有所改善，因此 WSTS 预测，2023全球半导体销售额为 5201.26 亿美元（6

月预测销售额为 5150.95 亿美元），较 2022年同比减少 9.40%；2024 年全

球半导体销售额预计约为 5883.64 亿美元，同比增长 13.12%。 

 

 

 

风险提示： 1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；3、若电子行业技

术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险；4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。 
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1、英伟达发布新一代H200 GPU，算力需求刺激半导体行业回暖 

1.1 英伟达新一代 H200 GPU 搭载 HBM3e，三大存储原厂竞逐 HBM 市场 

英伟达于当地时间 11月 13日上午在“Supercomputing 23”会议上正式发布了全新的 H200 

GPU。NVIDIA HGX H200 平台基于 NVIDIA Hopper™ 架构，搭载 NVIDIA H200 Tensor 

Core GPU和领先的显存配置，可处理生成式 AI与高性能计算工作负载的海量数据。NV IDIA 

H200 是首款采用 HBM3e 的 GPU。NVIDIA H200 具有能够提供传输速度达 4.8TB/秒的

141GB 显存。英伟达表示，与 H100 相比，H200 用于 700 亿参数的 Llama2 模型推理的速

度是 H100的 1.9倍，能耗为 H100的 50%。根据公司官网，全球领先的服务器制造商和云

服务提供商预计于 2024年第二季度开始提供搭载 H200 的系统。 

 

图表 1：英伟达 H200 的大模型推理效率大幅提升  图表 2：英伟达 H200 能耗降低至 H100 的 50%  

 

 

 

 资料来源：英伟达官网，五矿证券研究所  资料来源：英伟达官网，五矿证券研究所 

 

图表 3：英伟达 H200 SXM与 H100 SXM对比  

 H200 SXM H100 SXM 

FP64 34 TFLOPS 

FP64 Tensor Core 67 TFLOPS 

FP32 67 TFLOPS 

TF32 Tensor Core 989 TFLOPS 

BFLOAT16 Tensor Core 1.979 TFLOPS 

FP16 Tensor Core 1,979 TFLOPS 

FP8 Tensor Core 3,958 TFLOPS 

INT8 Tensor Core 3,958 TFLOPS 

GPU Memory 141GB 80GB 

GPU Memory Bandw idth 4.8TB/s 3.35TB/S 

Decoderg 7 NVDEC；7 JPEG 

Max Thermal Design 

Pow er (TDP) 
Up to 700w (configurable) 

Multi-Instance GPUs Up to 7 MIGs @16.5GB each 

Form Factor SXM 

Interconnect 
NVIDIA NVLink：900GB/s 

PCle Gen5:128GB/s 
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Server Options 

NVIDIA HGX H200 partner and 

NVIDIA-Certif ied Systems" w ith 4 or 8 

GPUs 

NVIDIA HGX™ H100 partner and 

NVIDIA-Certif ied Systems™ w ith 4 or 

8 GPUs NVIDIA DGX™ H100 w ith 8 

GPUs 

NVIDIA Enterprise Add-on 

资料来源：英伟达官网，五矿证券研究所 

 

英伟达自 2017 年起即开始搭载 HBM 存储芯片。2023 年的高端 AI 系列，例如 A100/A800

和 H100/H800 等型号，都采用了 HBM 技术。在 2024年，英伟达计划进一步完善其产品组

合，新增加的产品包括使用 6 个 HBM3e 芯片的 H200 和使用 8 个 HBM3e 芯片的 B100。此

外，英伟达还计划推出 GH200 和 GB200，这些产品将集成自主基于 Arm 的 CPU 和 GP U，

通过更专业、更强大的 AI解决方案增强其配置产品。 

 

图表 4：英伟达搭载 HBM的部分产品矩阵 

 

资料来源：Yole，英伟达官网，SK 海力士官网，五矿证券研究所 

 

HBM（High Bandwidth Memory，高频宽存储器）技术通过先进封装工艺的方式提高存储芯

片的带宽，它将多层 DRAM 芯片通过硅通孔（TSV）和微型凸点（Microbump）连接在一起，

形成一个存储堆栈（stack），然后将多个堆栈与逻辑芯片（如 GPU或 CPU），通过硅中介层

（Interposer）封装在一起。AI领域，尤其是涉及深度学习的任务，需要快速的数据访问和处

理。HBM 的高带宽可实现 GPU 之间的快速数据传输，这对于有效处理大型数据集和有效执

行复杂的人工智能算法至关重要。 

GDDR（Graphics Double Data Rate）和 HBM 都可用于图形处理和高性能计算领域，G DDR

作为传统的内存技术，提供了平衡的性能和成本，适用于广泛的图形应用，而 HBM 则更专

注于提供高性能、高带宽以及更能效的解决方案，适用于对数据传输速度和能效要求更高的

领域。在结构上，GDDR是一种传统的图形内存，通常以单个芯片的形式存在，它的设计比

较扁平，内存芯片以并行方式连接到图形处理单元（GPU）。HBM 采用了 3D 堆叠的设计，

通过垂直堆叠多个内存层来实现高容量和高带宽。在性能上，HBM 通常拥有比 GDDR 更高

的带宽，能够提供更快的数据传输速度；且相比于传统的平面布局，HBM 的堆叠设计减少了
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信号传输的距离和损耗，从而降低了整体的功耗。但是，GDDR内存芯片间的并行连接方式

相较于 HBM 的多层堆叠，结构更加简单、更灵活，也可以更好地管理信号的传输速度和干

扰，有助于提高时钟速度。 

 

图表 5：HBM结构示意图   图表 6：GDDR6 与 HBM2E对比  

 

 

 

 资料来源：Cadence 官网，五矿证券研究所  资料来源：Cadence 官网，五矿证券研究所 

 

自 2013年 SK 海力士首次成功研发 HBM 以来，三星、美光等存储巨头也纷纷入局，当前已

迭代到第五代 HBM3e。根据 TrendForce 预测，2024 年 HBM 市场规模约为 89 亿美元。

2022年，SK 海力士在 HBM 领域处于领先地位，市占率约为 50%；其次为三星，市占率约

为 40%；美光市占率约为 10%。SK 海力士目前在 HBM3 生产方面处于领先地位，是 NV IDIA

服务器 GPU的主要供应商。 

 

图表 7：HBM发展历程 

 HBM1 HBM2 HBM2E HBM3 HBM3E 

产品品牌 
SK 

海力士 

三星 

Flarebolt 

三星 

Aquabolt 

SK 

海力士 

SK 

海力士 

三星 

Flashbolt 
美光 

SK 

海力士 

三星 

Icebolt 

SK 

海力士 

三星 

Shinebolt 
美光 

发布时间 
2014 

(量产) 

2016 

(量产) 

2018 

(量产) 

2018 

(量产) 

2020 

(量产) 

2020 

(量产) 

2021 

(量产) 

2022 

(量产) 

2022 

(样片) 
2023 2023 2023 

颗粒密度 

(Gb)Die Density 
2 - 8 8 16 16 - 16 16 - 24 - 

带宽(GB/S) 

Bandw idth per stack 
128 

204.8  

or 256 
307.2 307 460 460 410 819 819.2 1177.6 1228.8 ＞1228.8 

堆叠高度(Hi) 

Stack Height 
4 4 or 8 8 4 or 8 4 or 8 8 4 or 8 8 or 12 12 12 8 or 12 8 or 12 

吞吐量(Gbps) 

I/O Speed 
1 1.6 or 2 2 or 2.4 2.4 3.6 

3.2 or 

3.6 

3.2 or 

3.6 

5.6 or 

6.4 

5.6 or 

6.4 
9.2 9.8 ＞9.2 

容量(GB) 

Capacity 
1 4 or 8 4 or 8 4 or 8 8 or 16 8 or 16 8 or 16 16 or 24 16 or 24 36 24 or 36 24 or 36 

资料来源：各公司官网，半导体行业观察，五矿证券研究所 

 

英伟达将进一步扩大 HBM 供应链管理体系。根据 TrendForce 对 HBM 市场的最新研究表

明，三星的 HBM3（24GB）预计将于 2023 年 12月完成英伟达的验证，其中，美光于 2023

年 7 月底向英伟达提供了 8hi（24GB）样品，SK 海力士于 8 月中旬向英伟达提供样品，三

星于 10月向英伟达提供样品。 
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图表 8：三星、SK 海力士、美光在HBM领域的技术路线图 

 
资料来源：TrendForce，五矿证券研究所 

       

 

1.2 WSTS 上修 2024 年全球半导体销售额 

2023 年 11 月 28 日，WSTS 将 2024 年全球半导体销售额由 6 月预测的 5759.97 亿美元上

调至 5883.64 亿美元，较 6 月份的数据上调 2.15%。根据 11 月 WSTS 数据统计，2022 年

全球半导体销售额为 5740.84 亿美元，较 2021 同比增长 3.27%。由于 11 月 2023 年全球第

二季度和第三季度的全球半导体销售情况略好于春季预测，且部分终端市场有所改善，因此

WSTS 预测，2023 全球半导体销售额为 5201.26 亿美元（6 月预测销售额为 5150.95 亿美

元），较 2022 年同比减少 9.40%；2024 年全球半导体销售额预计约为 5883.64 亿美元，同

比增长 13.12%。 

 

图表 9：1986-2024E全球半导体销售额（亿美元） 

 

资料来源：WSTS，五矿证券研究所 
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分地区/国家看，11月，WSTS 对于美洲和亚太市场 2023年与 2024年全球半导体销售额的

预测值上修，对欧洲和日本市场的预测值下调。分产品看，11 月，WSTS 对于分立器件和集

成电路 2023 年与 2024 年全球半导体销售额的预测值上修，对光学光电子和传感器的预测

值下调。 

 

图表 10：2022-2024E全球半导体销售额预测值按地区/国家对比（亿美元） 

地区/国家 2022 
2023 2024 

6 月预测 11 月预测 6 月预测 11 月预测 

美洲 1411.36 1282.36 1325.38 1509.89 1621.54 

欧洲 538.53 572.53 570.48 616.37 594.8 

日本 481.58 487.24 472.09 525.34 492.75 

亚太 3309.37 2808.81 2833.33 3108.38 3174.55 

合计 5740.84 5150.94 5201.28 5759.98 5883.64 

资料来源：WSTS，五矿证券研究所 

 

图表 11：2022-2024E全球半导体销售额预测值按产品类型对比（亿美元） 

产品类型 2022 
2023 2024 

6 月预测 11 月预测 6 月预测 11 月预测 

分立器件 339.93 359.04 359.51 381.92 374.59 

光学光电子 439.08 459.49 425.83 458.51 433.24 

传感器 217.82 204.1 194.17 215.75 201.27 

集成电路 4744.02 4128.32 4221.74 4703.49 4874.54 

合计 5740.85 5150.95 5201.25 5759.67 5883.64 

资料来源：WSTS，五矿证券研究所 

 

 

2、行业新闻 

【AI】SuperCLUE发布了《SuperCLUE中文大模型基准测评报告（2023）》。SuperCLUE

基于过去一年对国内外大模型发展趋势和综合效果的实时跟踪，通过多维度综合性测评，对

国内外大模型发展现状进行观察与思考。报告显示，目前国内外大模型差距依然明显。GP T-

4 Turbo 以总分 89.79 分遥遥领先，高于国内所有大模型及国外代表性大模型。报告称，过

去一年国内大模型已经有了长足的进步，综合能力超过 GPT-3.5 的模型有 8个，分别为百度

的文心一言 4.0、零一万物的 Yi-34B-Chat、月之暗面的 Moonshot、vivo 的 BlueLM、腾讯

的混元、阿里云的通义千问 2.0、清华&智谱 AI 的 ChatGLM3 以及字节跳动的云雀。另外，

国内开源模型在中文上表现要好于国外开源模型，如百川智能的 Baichuan2-13B-Chat、元象

科技的 XVERSE-13B-Chat-2、阿里云的 Qwen-14、智谱 AI 的 ChatGLM3-6B 成绩均大幅优

于 Llama2-13B-Chat。（资料来源：SuperCLUE） 

【半导体】美国当地时间 11 月 20 日，拜登政府公布了包含约 30 亿美元补贴资金的“国家

先进封装制造计划”（NAPMP， The Vision for the National Advanced Packaging 

Manufacturing Program）。该计划旨在提高美国半导体的先进封装能力，弥补其半导体产

业链的短板。这也是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目。该部门预计将在 2024 年

宣布 NAPMP 的第一个关于材料和基材的资助机会。（资料来源：NIST） 
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【半导体】11 月 28 日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预

测。因生成式 AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因

此将 2024 年全球半导体销售额预估值自前次(6 月 6 日)预估的 5,759.97 亿美元上修至

5,883.64 亿美元、将年增 13.1%，超越 2022 年的 5,740.84 亿美元。（资料来源：WSTS） 

【半导体材料】同济大学科学家合成同素异形体 C10和 C14，有望应用于未来的分子电子学

器件中。同济大学科研团队首次成功合成了分别由 10个或 14个碳原子组成的环形纯碳分子

材料。北京时间 2023年 11月 30 日零点，国际顶级学术期刊《自然》（Nature）在线发表了

同济大学材料科学与工程学院许维教授团队的这一最新科研成果，论文题为“On-sur face 

synthesis of aromatic cyclo[10]carbon and cyclo[14]carbon”（表面合成芳香性环型碳 C10

和 C14）。许维教授表示，这项研究工作极大推动了环型碳领域的发展，提出的表面合成策略

有望成为一种合成系列环型碳的普适性方法。同时，合成的环型碳有望发展成为新型半导体

材料，并在分子电子器件中有着广阔的应用前景。（资料来源：同济大学官网） 

【半导体及元件】国巨收购施耐德电气高阶工业传感器事业部。国巨股份有限公司于 2022 

年 10 月宣布以现金收购法国施耐德电机高阶工业传感器事业部，双方在各项整并及交割作

业完成后，已于 2023年 11 月 1日正式完成收购。本次收购落实国宏团持续聚焦高阶利基型

领域的营运策略，进一步拓展高度设计及高阶应用的产品组合，并提升国巨在全球利基型零

组件解决方案供货商的市场地位。此次收购 Telemecanique Sensors，将成为国巨公司进一

步提升在传感器市场地位的重要里程碑，亦将成为国巨公司在高阶利基型市场成长的主要驱

动力，使国宏团的传感器产品组合更具完整性，且双方拥有高度互补的产品和客户，可加强

国巨在欧盟的通路布局，凭借国宏团多年的国际性购并与整合经验，并透过创新的传感器解

决方案的持续扩充，进一步深化与全球工规客户的紧密关系。（资料来源：公司官网） 

【半导体及元件】深圳发布《促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。

其中提到，围绕车规级芯片、车用操作系统、中央计算平台、新体系动力电池等产业核心领

域和重要环节，支持针对重大技术系统、重大工程、重大装备等进行重点攻关，按项目总投

资的一定比例予以不超过 3000万元资助。采用“赛马制”“揭榜挂帅”等方式，鼓励高端微

控制器（MCU）、功率器件、电源控制模拟芯片、车内/车间通信芯片、高算力主控芯片、计

算芯片、系统级芯片（SOC）等汽车芯片实现自主突破。（资料来源：深圳市工业和信息化局） 

【半导体设备】国际半导体协会（SEMI）公布的最新报告显示，2023 年第三季度全球半导

体设备销售额同比萎缩 11%至 256 亿美元，环比下滑 1%。SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit 

Manocha 表示：“2023 年第三季度设备销售额下降是由于芯片需求疲软。然而，中国对成熟

节点技术表现出了强劲的需求和消费能力，这表明了该行业的弹性和长期增长潜力。”中国逆

势增长，Q3设备采购额为 110.6 亿美元，同比大增 42%，环比增长 46%，销售额和增长幅

度均位居全球第一。（资料来源：SEMI） 

【算力】据广东省人民政府网站 11 月 13 日消息，《广东省人民政府关于加快建设通用人工

智能产业创新引领地的实施意见》日前发布。《意见》提出，到 2025年，智能算力规模实现

全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一

步拓展，核心产业规模突破 3000 亿元，企业数量超 2000 家，将广东打造成为国家通用人工

智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国

示范高地，形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。（资料来源：

广东省人民政府官网） 

【算力】AMD禁止对中国出口产品：AMD Radeon RX 7900 XTX、7900 XT、PRO W7900、

MI300 GPU。据一份据称由戴尔发布的销售公告指南显示，AMD的 Radeon 和 Instinc t 两大

系列 GPU（包括 RX 7900 XTX、7900 XT、PRO W7900 和即将推出的 MI300）现在被禁止

在中国销售。继英伟达的 RTX 4090 之后，AMD的旗舰 GPU如今也被禁止在中国市场销售：

Radeon RX 7900 XTX、7900 XT、PRO W7900 都在禁售名单上。美国在继续加大针对中国
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的出口限制。英伟达设计了一个性能测量标准，任何超过 4800 TPP 指标的芯片或 GPU 都

应该受到限制，仍想要获取该芯片的国家必须提出申请，符合 NEC 资格的才能满足要求。

戴尔在其销售公告报告中强调，AMD 的一系列产品目前已被禁止在中国和其他 23 个地区销

售。（资料来源：云头条） 

【算力】广州支持民营企业开展算力中心等新型基础设施投资建设运营。11 月 24 日广州市

人民政府办公厅印发《广州市进一步促进民间投资高质量发展若干政策措施》。其中提出，拓

宽民间投资参与新型基础设施领域方式。支持民营企业开展 5G 基站、大数据中心、算力中

心、工业互联网等新型基础设施投资建设运营。支持民营企业围绕广州超算中心和人工智能

公共算力中心，拓展智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧养老等应用领域。支持高校、科

研机构、国有企业通过政府采购或租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源，做优做

强算力产业集群。支持基于安全自主可控技术路线的算力中心建设。探索通过发行“算力券”

等方式，降低中小微企业使用算力资源成本，方便“随取随用”。（资料来源：广州市人民政

府官网） 

【算力】《贵阳贵安数字基础设施建设三年攻坚行动计划（2023—2025 年）》发布。该文件

明确将建设算力基础设施，重点围绕建设贵安数据中心集群、部署边缘数据中心、打造面向

全国的算力基地等三个方面部署算力基础设施建设任务，系统优化算力基础设施布局，引导

通用数据中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，致力打造面向全国的算力保

障基地。到 2023 年，56P 智算投入使用，发展东部算力重点客户 50 家以上；到 2025 年，

基本建成面向全国的算力基地，形成一批“东数西算”典型示范场景和应用，基本建成国家

数据生产要素流通核心枢纽。（资料来源：贵阳市政府官网） 

【算力】国家超级计算郑州中心移动云算力并网正式启动。11月 30日下午，2023河南省互

联网大会信息通信枢纽和信息集散中心发展分会在郑州国际会展中心举办。会上，河南移动

携手国家超级计算郑州中心共同启动移动云算力并网行动。此次河南移动与国家超级计算郑

州中心的合作，将推动郑州加快建设高质量智能化综合性数字信息基础设施，推进全国大型

算力的协同调度与高效计算，共同向社会提供普惠性超算服务。（资料来源：新华网） 

【消费电子】Canalys预测：2023年智能手机市场将复苏，跌幅将放缓至 5%。根据 Canalys

的最新预测，全球智能手机市场在 2022 年下降 12%后出现复苏的早期迹象。尽管预计 2023

年出货量仍将下降 5%，但随着中东、非洲和拉丁美洲等地区 2023 年分别恢复 9%、3%和

2%的增长，下降趋势趋于稳定。2023 年全年智能手机出货量将达到 11.3 亿部，预计 2024

年将增长 4%，达到 11.7亿部。智能手机市场预计到 2027年出货量将达到 12.5亿部，实现

复合年增长率（2023年至 2027 年）2.6%。（资料来源：Canalys） 

【消费电子】工信部发布 2023 年 1－10 月份电子信息制造业运行情况。1－10 月份，规模

以上电子信息制造业增加值同比增长 1.7%，增速较前三季度提高 0.3个百分点；增速分别比

同期工业、高技术制造业低 2.4个和 0.2 个百分点。10月份，规模以上电子信息制造业增加

值同比增长 4.8%，较同期工业高 0.2 个百分点。1－10 月份，主要产品中，手机产量 12.5

亿台，同比增长 1.6%，其中智能手机产量 9.06 亿台，同比下降 4.8%；微型计算机设备产量

2.81 亿台，同比下降 20.8%；集成电路产量 2765 亿块，同比增长 0.9%；光电子器件产量

11753亿只，同比增长 9.3%。（资料来源：工信部） 

【消费电子】Canalys 预测 2024 年全球 PC 市场将增长 8%。根据 Canalys 的最新预测，

全球 PC出货量在连续七个季度下降后即将复苏。预计市场将在 2023 年第四季度恢复 5%的

增长，这得益于强劲的假日季节和改善的宏观经济环境。展望未来，预计 2024 年全年出货

量将达到 2.67亿台，比 2023 年高出 8%，这得益于 Windows 更新周期以及支持 A I 和基于

Arm 的设备出现等利好因素。随着更多引人注目的用例的出现和人工智能功能成为预期的功

能，Canalys 预计人工智能 PC 的开发和采用将迅速增加。（资料来源：Canalys） 
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【消费电子】IDC 发布报告，智能手机出货量出现转机，预计 2023 年第四季度增长 7.3%，

2024年增长 3.8%。根据 IDC 发布的《全球移动电话季度跟踪报告》，预计 2023年第四季度

全球智能手机出货量将同比增长 7.3%，是继 2023 年第三季度的温和增长之后的又一增长。

市场复苏在 2024年将持续，预计增长率为 3.8%，在预测期的剩余时间里将保持低增长，五

年复合年增长率为 1.4%。尽管对 2023年第四季度的预期有所改善，但预计 2023 年全球智

能手机出货量将同比下降 3.5%，降至 11.6 亿部。与年初预测的下降 4.7%相比，修订后的

2023年预测有所改善。（资料来源：IDC） 

 

 

3、公司动态 

【奥士康】11 月 18 日发布关于控股股东股权结构变更的公告。贺波出资额从 0.6 万元上升

至 600 万元，持股比例从 0.06%上升至 60%；程涌出资额从 0.4 万元上升至 400 万元，持

股比例从 0.04%上升至 40%；宿迁利合出资额从 999万元下降至 0，持股比例从 99.90%下

降至 0。（资料来源：公司公告） 

【百度】文心生物计算大模型家族迎来重磅升级，10月研究成果登上 Nature 子刊封面。蛋

白质-小分子对接构象预测模型 HelixDock，以及蛋白-蛋白复合物结构预测模型 HelixFol d-

Multimer 准确度全面提升。这两项新技术可以大幅提升蛋白质-小分子的对接构象及蛋白 -蛋

白复合物结构预测的精度，为基于结构的药物设计奠定了扎实的基础。10 月，国际顶级学术

期刊《自然》旗下子刊《机器智能》发表了百度飞桨螺旋桨联合百图生科研发的文心生物计

算大模型的又一重大成果《A method for multiple-sequence-alignment-free protein structure 

prediction using a protein language model》，并登上《机器智能》10 月份封面。该研究提出

了全球首个开源、并提供在线服务，无需MSA 输入的蛋白结构预测大模型HelixFold-Single。

（资料来源：公司官方微信公众号） 

【百度】11月 21日，公司发布三季报。公告显示，公司第三季度实现营收 344.47 亿，同比

增长 6%；实现归母净利润 73亿元，同比增长 23%。在智能驾驶方面，百度的自动叫车服务

萝卜快跑在 2023年第三季度提供 82.1万次乘车服务，同比增长 73%，截至 2023 年 9 月 30

日，萝卜快跑为公众提供的累计单量达到 410万。在移动生态方面，百度 APP 于 2023 年 9

月的月活跃用户达到 6.63 亿，同比增长 5%，托管页占 2023 年第三季度百度核心在线营销

收入的 53%。（资料来源：公司公告） 

【百度】生成式 AI 加速商业重构，百度营销率先打造“智能体商业”。11月 23日，2023百

度热 AI营销大会在上海举行，大会现场，百度营销率先推出“智能体（Agent）商业”——

基于文心大模型能力，一方面让每一个企业都在百度拥有专属分身智能体，以最佳方式与用

户进行自主交流，激发用户需求、提供极致服务；另一方面，百度营销将以“轻舸”作为与

客户交互的统一载体，深刻理解和满足客户需求。智能体与轻舸交互协作，形成正向反馈，

一起构建出“智能体商业”的生命力。同时，百度营销也正式发布“虚拟人整体解决方案”，

全新升级智能商家经营平台，打造生成式 AI 时代的“智能体超级工厂”。AI Native 营销平台

轻舸，在智能体商业的进化下快速成长演进，通过洞察、分析、制作等 AI能力，帮助客户轻

松投放广告，直接带来效益提升。目前，“轻舸”的客户数已提升 7.5 倍，互动量级已达百万。

（资料来源：公司官方微信公众号） 

【长鑫存储】11月 28日，长鑫存储官网称，公司推出多款 LPDDR5 产品。长鑫存储正式推

出 LPDDR5 系列产品，包括 12Gb 的 LPDDR5 颗粒，POP 封装的 12GB LPDDR5 芯片及

DSC封装的 6GB LPDDR5 芯片。12GB LPDDR5 芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传

音等品牌机型上完成验证。LPDDR5 是长鑫存储面向中高端移动设备市场推出的产品，它的
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市场化落地将进一步完善长鑫存储 DRAM 芯片的产品布局。（资料来源：公司官网） 

【歌尔股份】公司发布关于首次回购公司股份的公告。公司于 2023 年 11 月 16 日以集中竞

价交易方式回购公司股份 1,172,400 股，占公司目前总股本的比例为 0.03%，最高成交价为

19.00 元/股，最低成交价为 18.90 元/股，支付金额为 22,208,928 元（不含交易费用）。本次

回购符合公司回购方案中限定条件的要求。（资料来源：公司公告） 

【寒武纪】11 月 18 日，公司发布 2023 年限制性股票激励计划摘要公告。寒武纪拟向激励

对象授予 800万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,659.4451 万股

的 1.92%。其中首次授予 650 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.56%，首

次授予部分占本次授予权益总额的 81.25%；预留 150 万股，约占本激励计划草案公告时公

司股本总额的 0.36%，预留部分占本次授予权益总额的 18.75%。（资料来源：公司公告） 

【沪电股份】11月 22日发布关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告。

2023年 3月 22 日至 2023 年 11 月 9日期间，公司总股本相应增加 10,672,703 股。公司注

册资本将从 1,897,278,320 元增加至人民币 1,907,951,023 元，公司股份总 数将从

1,897,278,320 股增加至股 1,907,951,023。在公司经营范围中增加“工业机器人制造，工业

机器人销售”，应用于印制电路板生产领域。（资料来源：公司公告） 

【惠普】HPE 携手英伟达推出一站式 GenAI 超算解决方案。惠普企业（HPE）11 月 13 日

发布新闻稿，表示和英伟达公司合作，推出面向生成式 AI 的超级计算机解决方案，帮助大型

企业、研究机构和政府组织使用私有数据集加速训练和调整 AI 模型。HPE 表示将于 2023

年 12 月在全球范围内正式推出，通过“一站式”超算解决方案，将训练速度提高 2-3 倍。

HPE 所推出的这套解决方案采用英伟达的 Grace Hopper GH200 超级芯片，并集成 HPE 

Cray 超级计算技术，基于 HPE Frontier 超级计算机相同的架构。这套解决方案的关键组件

包括新的软件工具，可以用于构建 AI 应用程序，定制预构建模型以及利用开发和修改代码的

能力。HPE 和英伟达合作，通过搭建水冷超级计算机、加速计算、网络、存储和服务，为组

织提供大型 AI工作负载所需的规模和性能，例如 LLM 和深度学习推荐模型（DLRM）训练，

以更快地解锁 AI。（资料来源：公司官网) 

【金山办公】金山办公今日宣布旗下具备大语言模型办公应用 WPS AI 开启公测，AI功能面

向全体用户陆续开放体验。即日起用户可前往 WPS AI 官网申请权益，并下载最新版 WPS 

PC客户端限时体验文字/智能文档、表格/智能表格、PPT 演示组件的 AI 能力，安卓、i OS 和

Mac 端将于 11 月底陆续开放。此前，金山办公也入选了首批北京市通用人工智能产业创新

伙伴计划成员名单。金山办公 CEO 章庆元表示，金山办公将 WPS AI 定位为大语言模型的

应用方，锚定 AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发

展。（资料来源：公司官方微信公众号） 

【京东方】京东表示 LCD 行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象。11 月 17 日京东方发

布的投资者关系活动记录表显示，受行业“动态控产”影响，LCD行业产品价格出现了不同

程度的复苏迹象。进入四季度，随旺季逐步进入尾声，部分价格出现回落属正常现象，但随

着行业集中度的提高，供给格局已经得到改善。展望 2024 年，随宏观不确定因素消退，有

望带动 IT市场需求改善。柔性 AMOLED 需求预期保持增长，公司全年 1.2亿片出货量目标

正稳步达成。未来，公司将根据经营状况和现金流情况，继续关注非全资的控股产线，适时

增加重要子公司的持股比例，以分享更多产线经营红利。（资料来源：公司公告） 

【京东方】京东方携手联想发布两款全新 4K主动式玻璃基（AM COG）Mini LED显示器。

产品可有效满足设计、医疗、广播监视等多场景使用需求，为众多创作用户带来极佳的视觉

享受与使用体验，定义了 Mini LED显示器画质新标准，充分彰显了京东方在新型MLE D 显

示领域强大的技术领导力和产业应用能力。自全面物联网创新转型以来，MLED业务成为京

东方重要发展方向之一，其主动式玻璃基 MLED产品接连获得 CES、SID顶级行业奖项；在
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推动前沿技术的产业化进程方面京东方也走在行业前列，不仅率先实现主动式玻璃基 M LED

产品的量产应用，多元化 MLED 产品更广泛应用于联想、康佳、创维等国内外一线品牌，获

得市场高度认可。（资料来源：公司官网） 

【京东方】京东方发布关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的公告。为满足

市场需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方拟与成都高新区指定的投资平台成都市

重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四

川省成都市高新西区投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目。设计产能为 3.2 万片/

月玻璃基板投入，项目分两期分阶段建设，周期约 34个月。本项目依托 G6产线成熟工艺技

术，可有效保障顺利量产通过投资本项目，公司建设全球首批高世代 AMOLED 半导体显示

生产线，有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代 AMOLED 半导体显示“蓝海”的战略

机遇，进一步提升公司半导体显示整体竞争力，巩固行业地位。（资料来源：公司公告） 

【龙芯中科】11月 28日，龙芯中科发布新一代处理器。2023龙芯产品发布暨用户大会在国

家会议中心如约启幕。大会以“到中流击水”为主题，现场发布新一代通用处理器龙芯 3A6000、

打印机主控芯片龙芯 2P0500 重磅成果，并对外公布龙芯处理器核 IP 及龙芯自主指令系统

架构授权计划。龙芯 3A6000 处理器采用龙芯自主指令系统龙架构（LoongArch），是龙芯第

四代微架构的首款产品，主频达到 2.5GHz，集成 4 个最新研发的高性能 LA664 处理器核，

支持同时多线程技术（SMT2），全芯片共 8个逻辑核。集成安全可信模块，可提供安全启动

方案和国密（SM2、SM3、SM4等）应用支持。根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室

测试结果，龙芯 3A6000 处理器总体性能与 Intel 公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理

器相当。龙芯 2P0500 是一款适用于单/多功能打印机的主控 SOC 芯片。龙芯中科基于龙芯

2P0500 推出打印机、扫描仪、复印机等多种解决方案，并与国内多个主流打印机整机厂家

合作，完成打印、扫描、复印等多种应用适配。（资料来源：公司官方微信公众号） 

【龙芯中科】11月 30日关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告。本次权益变

动后，林芝鼎孚创业投资管理有限公司—宁波中科百孚创业投资基金合伙企业（有限合伙）

持有龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量占公司总股本的比例由 10.22%

变动至 8.85%。本次权益变动后，利河伯资本管理（横琴）有限公司－横琴利禾博股权投资

基金（有限合伙）持有公司股份数量占公司总股本的比例由 6.82%变动至 5.73%。本次权益

变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。（资料来源：公司公告） 

【鹏鼎控股】12月 2日发布关于首次回购公司股份的公告。鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份425,400 股，

占公司目前总股本的比例为 0.0183%。最高成交价为 21.60 元/股，最低成交价为 21.30 元/

股，成交总金额为 9,129,854.00 元。（资料来源：公司公告） 

【深南电路】11月 24日发布关于投资建设泰国工厂的公告。基于业务发展需要和完善海外

布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同

设立新公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 127,418 万元人民币

（或等值外币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有

资金及自筹资金。（资料来源：公司公告） 

【胜宏科技】11月 27日发布关于收购 Pole Star Limited 100%股权的进展公告。胜宏科技

与卖方 Tree House Limited 及其余相关方于 2023 年 11 月 27日就《股份购买协议》签署了

《股份购买协议的补充协议》。主要内容为对标的公司境内贷款的偿还安排进行了调整，即由

原先《股份购买协议》项下约定的胜宏科技应于交割前提供资金供标的公司进行偿还，调整

为了由胜宏科技自行于交割后进行相关偿还安排。胜宏科技于 2023 年 11 月 27 日向标的公

司支付了 42,740,528.04 美元用于标的公司清偿其境外贷款，以解除标的公司股权的质押状

态。后续公司将按照《股份购买协议》的相关约定支付股份转让对价款，并按照相关规定及

时履行信息披露义务。（资料来源：公司公告） 
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【万兴科技】万兴科技在日本东京举办产品焕新发布会，旗下视频创意软件 Wondershare 

Filmora 13 重磅亮相。全新 Wondershare Filmora 13 内置创作助手 Copilot，智能化“刷新”

视频创作交互方式。此外，Wondershare Filmora 13 还重磅上线了 AI文本成片、A I 音乐生

成器等 AI生成功能，以及 AI文字快剪、智能人声分离、AI 智能遮罩等 AI 智能编辑功能，赋

能创作者进一步降低视频创作门槛、提升视频创作效率。目前，Wondershare Filmora 在全

球拥有过亿用户，跻身世界主流视频剪辑软件行列，曾获得包括G2、Microsoft Store、GetApp

等权威平台的认证。（资料来源：公司官方微信公众号） 

【微软】微软 687亿美元完成对动视暴雪收购。10月 13日，英国竞争与市场管理局(CMA)

宣布，批准微软收购动视暴雪。随后微软宣布，已完成对动视暴雪总价约 687亿美元(约合人

民币 5000亿元)的收购，动视暴雪正式成为微软全资子公司。（资料来源：微软官方微信公众

号） 

【微软】太平洋时间 11月 15日，微软 Ignite 2023 技术大会召开。在本次 Ignite 技术大会

上，微软发布了基于微软数据中心集群的创新产品，包括行业合作伙伴推出的最新 AI优化芯

片，以及微软设计的两款芯片：1）Microsoft Azure Maia：一款 AI加速器芯片，用于 OpenAI

模型、Bing、GitHub Copilot 和 ChatGPT等 AI工作负载运行云端训练和推理。2）Microso ft  

Azure Cobalt：一款基于 Arm 架构的云原生芯片，针对通用工作负载的性能、功率和成本效

益进行了优化。此外，Azure Boost 也将正式商用。该系统可将存储和网络进程从主机服务

器转迁移到专用硬件和软件上，从而提高存储和网络速度。此外，本月，Copilot for Microsoft  

365正式面向企业开放商用。Microsoft Fabric 现已开放使用。Copilot in Microsoft Fabric 还

可以与 Microsoft Office 和 Teams 集成，培养数据文化，从而在整个企业内加大利用数据价

值，进行创新。新的 GPT-3.5 Turbo 模型（支持 16K token 提示词长度）将正式商用，GP T-

4 Turbo 将于 2023 年 11月底在 Azure OpenAI服务中公开预览。GPT-4 Turbo with Vision

即将推出预览版，DALLE·3现已在 Azure Open AI服务中公开预览，与 GPT-4共同推动下

一代企业解决方案的发展，使企业能够利用图像实现高级功能。（资料来源：公司官方微信公

众号） 

【微软】微软研究院近日发布新闻稿，推出了相比较主流语言模型更小的 Orca2LLM，不过

依然可以回答一些复杂问题。微软表示，Orca2使用扩展的、高度定制的合成数据集进行训

练。Orca2支持分步处理、回忆然后生成、回忆-原因-生成、提取-生成和直接回答等各种推

理技术，同时还能为不同的任务选择不同的解决方案策略。Orca2 模型相比 Llama2 和

WizardLM 等大型语言模型，在痛苦理解、常识推理、多步推理、数学问题解决、阅读理解

等方面更为优秀。（资料来源：微软研究院官网） 

【新思科技】全球 EDA龙头企业新思科技（Synopsys）公布 2023财年第四财季（截至 2023

年 10 月 31 日，自然年第三季度）和 2023 财年的财报。受益于全球 AI 芯片设计竞争的热

潮，新思科技 2023财年第四财季营收同比增长 25%至 15.99 亿美元；2023财年营收同比增

长 15%至 58.43 亿美元。公司还发布了 2024 财年第一财季和 2024 财年的业绩指引，预计

2024 财年第一财季的营收范围为 16.30-16.60 亿美元，预计 2024 财年的营收范围 65.70-

66.30 亿美元。（资料来源：公司官网） 

【英伟达】英伟达于当地时间 11月 13日上午在“Supercomputing 23”会议上正式发布了

全新的 H200 GPU，以及更新后的 GH200 产品线。NVIDIA HGX H200 平台基于 NVIDIA 

Hopper™架构，搭载 NVIDIA H200 Tensor Core GPU 和领先的显存配置，可处理生成式 AI

与高性能计算工作负载的海量数据。NVIDIA H200 是首款采用 HBM3e 的 GPU，其运行更

快、更大的显存容量将进一步加速生成式 AI与大语言模型，同时推进用于 HPC工作负载的

科学计算。凭借 HBM3e，NVIDIA H200 能够提供传输速度达 4.8 TB/秒的 141GB 显存。与

上一代架构的 NVIDIA A100 相比，其容量几乎翻了一倍，带宽也增加了 2.4倍。全球领先的

服务器制造商和云服务提供商预计于 2024 年第二季度开始提供搭载 H200 的系统。NV IDIA 
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H200 将于 2024 年第二季度开始通过全球系统制造商和云服务提供商提供。（资料来源：公

司官网） 

【英伟达】戴尔科技、慧与和联想将推出基于英伟达方案 AI 以太网络平台。11月 21日，英

伟达宣布，戴尔科技、慧与和联想将在其服务器产品阵容中集成英伟达 Spectrum-X 以太网

络技术，帮助企业客户加速生成式 AI 业务。同时，三大厂商相关服务器中将整合英伟达

Spectrum-X与 Tensor Core GPU、AI Enterprise 软件和 AI Workbench 软件等，组成全套

AI解决方案，预计包含上述解决方案的服务器产品将于 2024年一季度推出。（资料来源：公

司官网） 

【英伟达】11 月 21 日，发布 2024 财年三季度报。英伟达第三季度营收 181.2 亿美元，较

第二季度增长 34%，较 2023 财年同期增长 206%。分业务来看，数据中心业务营收 145.1

亿美元，较第二季度增长 41%，较 2023财年同期增长 279%；游戏业务营收为 28.6 亿美元，

较上一季度增长 15%，较 2023 财年同期增长 81%；专业视觉业务营收 4.16 亿美元，较上

一季度增长 10%，较 2023财年同期增长 108%；汽车业务营收 2.61 亿美元，较上一季度增

长 3%，较 2023财年同期增长 4%。（资料来源：公司官网） 

【英伟达】亚马逊旗下 AWS 宣布与英伟达在云计算领域扩大合作。11 月 28 日，亚马逊云

科技（AWS）宣布，与英伟达扩大战略合作，成为第一家在云端配备英伟达 GH200 Grace 

Hopper超级芯片的云厂商，推出英伟达“训练即服务”（AI-training-as-a-service）以加速训

练尖端生成式 AI与大型语言模型，合作构建 GPU驱动的 AI超级计算机。（资料来源：公司

官网） 

【中际旭创】中际旭创发布关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的公告。公告显示，根据公司 2023年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 23

日召开第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向第

三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 11 月 24 日

为首次授予日，以 52.33 元/股的授予价格向 107 名激励对象授予 718.60 万股限制性股票。

（资料来源：公司公告） 

【中科创达】中科创达滴水 OS 整车操作系统正式发布。2023国际汽车电子与软件大会·滴

水湖峰会今天（11 月 30 日）在临港中心开幕。“滴水 OS”整车操作系统是面向中央计算，

支持多域跨域融合，融合 AI 大模型，基础软件、容器虚拟化、SDV 中间件等技术能力，构

建的可伸缩，高算力的整车操作系统平台，同时集成汽车产业生态，为全球整车企业提供高

安全性、大算力、可定制的整车操作系统创新产品、技术与解决方案 。目前滴水 OS 1.0版

本已经成功运行在了国内首款单 SOC 舱驾一体的硬件环境里，赋能大模型上车，提供大模

型情感交互、沉浸式 HMI、车内全场景视觉等座舱功能，同时可以支持自动泊车、L2++高速

及城区智能驾驶功能。（资料来源：公司官方微信公众号） 

 

 

 

4、市场动态 

2023 年 11 月下（11 月 16 日-11 月 30 日），大盘指数中，上证综指下跌 1.40%，深证成指

下跌 3.48%，创业板指下跌 4.60%，沪深 300下跌 3.08%。截至 2023 年 11 月 30 日，申万

电子指数为 3785.94，较 11月 16 日下跌 3.48%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序 24/31。 
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图表 12：申万一级行业 11 月下涨跌幅（11月 16日-11 月 30 日） 

 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

图表 13：申万一级行业年初至今涨跌幅（截至 11 月 30日） 

 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

2023 年 11 月下，申万电子各子行业中，其他电子板块下跌 1.01%，光学光电子板块下跌

3.05%，元件板块下跌 3.39%，半导体板块下跌 3.43%，电子化学品板块下跌 3.64%，消费

电子板块下跌 4.43%。 
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图表 14：申万电子细分行业 11月下涨跌幅（11 月 16 日-11月 30日） 

 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

2023年11月下，申万电子行业106支个股上涨，凯华材料（456.91%）、威贸电子（116.32%）、

协创数据（82.48%）涨幅居前；有 356支个股下跌，利通电子（-21.82%）、富乐德（-18.21%）、

源杰科技（-15.47%）跌幅居前。 

 

图表 15：申万电子行业 11 月下股价涨跌幅前十标的（11月 16日-11 月 30 日） 

11 月下涨幅前十位 11 月下跌幅前十位 

公司名称 涨幅 公司名称 跌幅 

凯华材料 456.91% 利通电子 -21.82% 

威贸电子 116.32% 富乐德 -18.21% 

协创数据 82.48% 源杰科技 -15.47% 

智新电子 65.81% 强力新材 -15.42% 

慧为智能 52.09% 福晶科技 -15.40% 

豪声电子 42.25% 力源信息 -15.38% 

则成电子 41.45% 甬矽电子 -14.03% 

伟时电子 38.69% 好上好 -13.93% 

鑫汇科 37.89% 同兴达 -13.71% 

奥迪威 37.75% 宏微科技 -13.45% 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

2023年 11月下，电子行业上市公司中，传音控股、龙腾光电、环旭电子的机构持股比例居

前，分别为 91.60%、90.23%、84.09%。 

 

图表 16：电子行业 2023 Q3 机构持股比例前十标的（截至 11月 30日） 

公司名称 机构持股比例 

传音控股 91.60% 

龙腾光电 90.23% 
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环旭电子 84.09% 

华润微 83.68% 

福蓉科技 81.19% 

泓禧科技 81.01% 

龙芯中科 79.42% 

鹏鼎控股 78.95% 

工业富联 77.40% 

景旺电子 77.20% 

资料来源：Wind，五矿证券研究所 

 

       

 

5、风险提示 

1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；  

2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；  

3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险； 

4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。  
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